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Film strippen
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Pill-Systemkomponenten
und -anlagen für die
Leiterplattenfertigung.

Produktivität und
Qualität auf der

ganzen Linie

Unser Leistungsspektrum umfaßt alle naßchemischen
Prozesse der Leiterplattenherstellung.
Für Hersteller aller Größen liefern wir weltweit
ein umfangreiches Anlagenspektrum, das wir ständig
weiterentwickeln.


